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日月光四座工厂出售，智路资本收入麾下

日本开发SiC结晶新技术，大幅降低结晶缺陷数量

本报记者 张依依

尽管如今大规模的缺芯情况
已有所缓解，但是随着汽车市场需
求的不断变化，部分领域的芯片依
旧面临严重短缺的情况。滕冉介
绍，展望2022年，预计汽车芯片缺
货行情将进一步分化，MCU、功率
半导体等芯片还将持续缺货。以功
率半导体为例，随着今年下半年市
场对于新能源汽车的需求大幅提
升，功率半导体芯片也开始面临短
缺情况。未来，随着汽车产业的发
展，这样的缺芯情况还会时有发
生，缺芯或许将成为一种常态。为
了能够保障芯片供应，车厂也开启
了自主造芯的趋势。例如，上汽集
团就发出消息，将与智能芯片产业
的独角兽企业地平线联手进入芯
片产业，并有可能斥巨资自己制造

芯片。
当众多“不差钱”的车企也纷

纷投资造芯之后，会不会有效缓
解芯片短缺的问题？是否意味着
车企与芯片厂商的合作将不再那
么重要？

从长期的战略眼光来看，自
研芯片为传统车企拓展出了一条
新的差异化竞争赛道。而这或许
就是越来越多的车企愿意入局造
芯的根本原因。毕竟，对于未来
的智能汽车、自动驾驶而言，芯
片的重要性堪比传统汽车的发动
机与变速箱。

然而芯片的研发与投入是一
个长期的过程，“临时抱佛脚”式的
投入，并不能从根本解决问题。

“车厂造芯是如今的发展路径

之一，但这并不意味着车厂可以脱
离芯片厂商。芯片技术的研发并非
一朝一夕就可完成，许多技术需要
靠长期的积累。而芯片厂商往往在
造芯方面有着几十年的技术积累，
汽车厂商在短期内很难达到相同
的技术高度。此外，哪怕汽车厂商
能够自行设计出芯片，但是在制造
方面，依旧需要依靠芯片厂来完
成。”吕芃浩说道。

俗话说，“远水解不了近渴”。
面对逐渐常态化的缺芯潮，一方
面，车企可以通过自研芯片打造差
异化，从而提升竞争力；另一方面，
车企可通过并行管理的模式加强
与芯片厂商的合作，或许这才是汽
车厂商应对常态化缺芯潮最有效
的方法。

在骁龙技术峰会上，高通推出
全新一代骁龙 8 移动平台，成为各
大手机厂商的“兵家必争之地”。正
如高通公司总裁兼首席执行官安蒙
所言，骁龙已成为顶级安卓设备首
选平台。作为2022年度旗舰级骁龙
移动平台，一代骁龙 8 采用 4nm 先
进工艺制程，在5G、游戏、影像和AI
等方面重新定义了 2022 年顶级旗
舰能力，体现出未来几年内智能手
机的技术发展趋势。

性能全面升级

在骁龙技术峰会上，高通宣布
小米、中兴、vivo、Redmi、realme、
OPPO、一加、努比亚、iQOO、荣耀、
黑鲨、索尼、夏普、摩托罗拉等智能
手机品牌将率先搭载全新一代骁
龙 8 移动平台。产品发布后，各大
手机厂商齐聚网络撩拨热度，“蜂
拥”抢发一代骁龙 8，让一代骁龙 8
的人气指数不断攀升。

市场热度背后，其实是一代骁
龙8在5G、游戏、影像和AI等诸多
方面性能的极大提升。

据悉，全新一代骁龙 8 移动平
台采用4nm先进工艺制造，CPU部
分 为 1 颗 Cortex-X2 超 大 核
（3.0GHz）+3 颗 Cortex-A710 大核
（2.5GHz）+4 颗 Cortex-A510 小核
（1.8GHz）组成，基于最新ARM v9
架构打造而成。搭配全新高通Ad-
reno GPU，与前代相比图形渲染速
度提升30%、功耗降低25%。

高通官方数据显示，相比上代
旗舰移动平台，全新一代骁龙 8 移
动平台的CPU性能提升20%，能耗
最高减少30%。GPU性能提升30%，
能耗减少25%。

关注用户体验

以往，高通IP和产品序列是体
现架构等细微参数升级的最直观方
式，历代高通产品都是在旗下不同
IP上进行迭代升级。但这次，高通没
有按“套路”出牌，不再延续以往的
三位数标称，而是选择“全新一代骁

龙8平台”这一称谓，简称“一代骁龙
8”“一代8”。全新一代骁龙8移动平台
其实就是骁龙888的继任者。未来，它
将 采 用 第 一 代（Gen 1）和 第 二 代
（Gen 2）这样的命名方式，数字8代表
它是骁龙移动平台中的最顶级产品。

这样的命名方式更加聚焦用户
体验。获得市场热度后，高通似乎更
希望走向用户感知。5G 无疑是用户
最关注的体验之一。高通技术公司高
级副总裁兼移动、计算及基础设施业
务总经理阿力克斯·卡图赞在骁龙技
术峰会上表示，在企业数字化转型、
向居家办公场景转变等多个趋势的
推动下，互联网流量正大幅增长。面
对用户视频会议协作、在线观看视
频、多人游戏互动、社交媒体直播等
需要上传和下载海量数据的场景，具
备更快的无线连接速率和更大带宽
成为大势所趋。高通 5G 毫米波和
Sub-6GHz 频段，Wi-Fi 6 和 Wi-Fi
6E技术能够满足相应需求。

从骁龙 855 5G 芯片起，高通就
开始支持5G连接。通过手机芯片外
挂或集成骁龙5G基带方式，高通进
一步成为5G连接引领者，骁龙855、
骁龙865和骁龙888这三代骁龙旗舰
5G芯片都对5G连接予以支持。全新
一代骁龙 8 移动平台的推出让高通
继续保持在5G方面的引领性，集成
全球首个支持 10Gbps 5G 传输速率
和首个符合 3GPP Release16 规范的
调制解调器到天线解决方案——骁
龙X65 5G调制解调器及射频系统，
赋能更多5G应用。

与 5G 相似，用户的日常生活也
因 AI 而精彩。阿力克斯·卡图赞表

示，AI深深植根于人们的日常生活
中，并帮助人们进行决策。其中，驱
动游戏、影像、购物等用户体验增强
的关键部分正是AI引擎。

在每瓦性能上，全新一代骁龙8
移动平台比上一代骁龙888平台最
高提升1.7倍。高通技术公司高级副
总裁兼手机业务总经理 Christo-
pher Patrick 在技术峰会上表示，全
新一代骁龙 8 移动平台上的第 7 代
高通AI引擎，是高通迄今为止最快、
最强大的AI引擎，还利用AI技术进
一步提升生产力、自然语言处理、安
全和健康等功能。

在“随手拍、随处拍”的拍客时代，
影像是众多用户的“心头好”，但并不
是每个人都能拍出专业的影像作品。
一代骁龙8正在模糊普通消费者与专
业摄影师的界限。内置全新的18-bit
的ISP，该平台强大领先的视频拍摄特
性，能够让每个人都拍出4K HDR甚
至8K的电影级画质视频。

“这标志着一个巨大的转折点，
专业人士和普通消费者在照片和视
频拍摄水准上逐渐接近。”阿力克
斯·卡图赞如是说。

目前，移动游戏市场规模不断增
长，销售收入高于其他细分市场总合。
为了帮助用户在激烈游戏中拔得头
筹，Snapdragon Elite Gaming将多项
端游级特性引入移动端，把智能手机
变为游戏机，为用户提供制胜体验。

“Snapdragon Elite Gaming技术
的 核 心 是 新 一 代 高 通 Adreno
GPU—全新的设计，带来更快的图
形渲染和更高能效。”Christopher
Patrick表示。

本报讯 记者许子皓报道：12
月 1 日，全球最大的半导体封测集
团日月光集团正式官宣，将其在中
国大陆的四家工厂及业务以约14.6
亿美元的价格出售给智路资本，这
也是智路资本近一个月内完成的第
二笔有关半导体领域的大型并购。

日月光是全球最大的半导体封
测公司，主要业务是为客户提供封
测解决方案，包括芯片测试程序开
发、前段工程测试、晶圆针测、晶圆
凸块、基板设计与制造、晶圆级封
装、覆晶封装、系统级封装、成品测
试，以及电子制造服务。

目前，日月光已与智路资本签
署股权买卖协议，出售日月光在中
国大陆的四家工厂，分别位于苏
州、上海、昆山和威海，在模拟、数
模混合、功率器件、射频（RF）等应
用领域均有布局，客户资源丰富。

日月光表示，完成此次交易，日
月光可望优化旗下封测事业在中国
大陆市场的战略布局及资源有效运
用，进而强化日月光在中国大陆市

场的整体竞争实力。
智路资本是一家全球化的专业

股权投资机构，专注于半导体核心
技术及其他新兴高端技术投资机
会，同时也是中关村融信产业联盟
（简称融信联盟）的重要成员之一，
重点投资领域为半导体产业链、移
动技术、汽车电子、智能制造，以及
物联网等半导体核心技术及其他
新兴高端技术领域。融信联盟以
建广资产、智路资本和广大汇通三
大投资机构为主体，聚集了全球集
成电路各细分领域龙头企业、终端
应用企业及国内知名金融机构共计
约 200 家会员单位，理事单位包括
高通、恩智浦、安森美半导、富士
康、瑞能半导体、瓴盛科技、京东
方、韦尔半导体等，深度布局半导
体全产业链，会员企业年总产值超
万亿元。

目前，融信联盟已投资并购了
多家拥有核心技术的全球领先企
业，其中最有名的就是曾经轰动一
时的安世半导体收购案，这也是迄

今为止中国最大的海外半导体并购
案。值得一提的是，此次收购日月
光封装工厂不久之前，智路资本刚
刚成功收购全球知名的晶圆载具供
应商ePAK。ePAK公司是全球前四
大高精密、高洁净度晶圆与半导体
载具设计与制造厂商，产品广泛应
用于芯片的前端处理、后端IC的封
装/测试以及终端系统部件的组装
处理。

赛迪顾问集成电路中心负责人
滕冉在接受《中国电子报》记者采
访时表示，近两年智路资本参与了
多次封装领域并购。后摩尔时代，
以先进集成封装技术为代表的封装
产业受到更多重视。智路资本在投
资封测领域核心企业后，采用收
购、合资、合作等方式围绕其上下
游进行协同布局。“智路资本在半
导体及相关新兴技术领域有多年的
股权投资经验和成功案例，通过本
次收购，能有助于推动中国本土半
导体封测产业的升级迭代。”滕冉
对记者说。

本报讯 记者许子皓报道：近
日，日本名古屋大学的宇治原彻教
授等人开发出了利用人工智能（AI）
高精度制造宽禁带半导体材料碳化
硅（SiC）的结晶方法，可以将结晶缺
陷数量降至原来的百分之一，提高
了生产的成品率。宇治原彻教授的
研究团队表示，经过4年的开发，目
前已经可以制造供产业使用的约15
厘米的碳化硅结晶。宇治原教授在
今年6月成立了生产销售SiC结晶的
初创企业“UJ-Crystal”，计划在2022
年开始销售样品，2025年实现量产。

赛迪顾问集成电路中心高级咨
询顾问池宪念向《中国电子报》记者
介绍，美国厂商科锐（CREE）曾对

SiC底板表面共有165个结晶缺陷的
标准品和只有21个结晶缺陷的低缺
陷产品等进行了比较。在制作2mm
见方芯片时的芯片成品率方面，标准
品为 94.1％、低缺陷产品为 99.2％；
而 3mm 见 方 芯 片 中 ，标 准 品 为
87.8％、低缺陷产品为98.2％；5mm见
方芯片中，标准品为73.3％、低缺陷产
品为 95.8％。可见，芯片成品率与
SiC结晶缺陷有着密切的关系，芯片
尺寸越大，标准品与低缺陷产品的成
品率之差就越大。因此，SiC结晶缺
陷越低越有助于芯片成品率的提升，
从而提高产品的质量并节约成本。

受技术瓶颈和研制成本剧增等
因素影响，Si材料正逼近极限。SiC

由于其化学性能稳定、导热系数
高、热膨胀系数小、耐磨性能好、硬
度高等特性，被称为“理想器件”，
也是当前宽禁带半导体中应用场景
最为广泛的材料。目前SiC器件在
EV/HEV上应用主要是功率控制单
元（PCU）、逆变器、DC-DC 转换
器、车载充电器等。池宪念向《中
国电子报》记者指出，新能源汽车
为碳化硅（SiC）的最重要应用领域
之一，电动车目前面临的问题是电
池重量大、续航里程短，使用SiC器
件可以降低功耗、减小体积，能在
很大程度上提高电动车的续航。此
外，在高压直流充电桩中如应用
SiC，也可使充电时间大大缩短。

车企结盟芯片厂
携手稳固供应链

2021年对于汽车产业而言注定是不平凡的一年，从年初开始，大大小小的缺芯潮可谓是
一波未平一波又起，汽车产业作为缺芯潮的“重灾区”，也在这些大大小小的缺芯潮中经历着
种种变革。这其中，汽车厂商与芯片厂商之间，产生了前所未有的密切关系——车厂开始纷
纷与芯片厂商直接进行结盟。

芯片荒倒逼车企联手芯片厂商
由于今年全球面临前所未

有的车用芯片短缺危机，各大
车厂被迫重新审视芯片供应链。

由线性管理变为并行管理
汽车厂商与芯片厂商直接

合作，意味着汽车厂商对供应
链的管理模式将更加下沉。

近期，美国通用汽车公司总裁
Mark Reuss表示，将与七家半导体
公司在北美共同开发芯片，以解决
全球芯片短缺问题。

可见，由于今年全球面临前所
未有的车用芯片短缺危机，各大车
厂被迫重新审视芯片供应链。加上
电动车对车用芯片需求升温，为确
保取得稳定供应，车厂也开始与芯
片厂商结盟。

赛迪顾问集成电路产业研究
中心总经理滕冉表示，在本轮汽车
芯片缺货潮来临之前，汽车制造商
几乎不会与芯片厂商直接发生业
务关系，在整个行业供应链中，一
级核心供应商（Tier1）占据相对主
导的位置，由 Tier1 供应商采购所
需的芯片、电子元器件等。这种供
应链模式有利于提升整车厂的效
率优势、减少资金成本。

赛迪顾问集成电路产业研究
中心高级咨询顾问吕芃浩介绍说，

在此次大规模缺芯潮发生之前，车
厂对供应链的管理模式被称为线
性管理模式，只需要对下级供应商
进行管理，而对于供应商的供应商
等并不直接参与管理。在没有遇到
此次大规模缺芯潮之前，车厂一直
遵循此类管理模式。然而，今年年
初的缺芯浪潮在疫情的带动下，显
得尤为严峻，此类线性管理模式的
弊端也逐步凸显出来，无论对于车
厂还是芯片厂商而言，都被打了个
措手不及。

滕冉介绍，传统的供应链管
理模式，由于中间链条过长，导
致下游需求发生波动时，上游芯
片原厂反应滞后，牛鞭效应显
著，进而放大了整车厂商芯片的
需求缺口，外加此前疫情造成的
大规模停工、停产，使得缺芯显
得尤为突出。

此外，赛腾微总经理黄继颇
表示，MCU作为此次汽车行业缺

芯的“重灾区”，出现如此缺货的
情况，在一定程度上也表明了厂
商对市场应对的不及时。但仅仅
对于 MCU 厂商本身而言，无法
对市场做出精准的预判，需要上
下游产业链之间密切沟通，才能
对市场危机进行提前预判，并做
出相应准备。可见，此次危机也
体现出上下游供应链之间沟通不
畅，对市场风险把握不到位的问题。

“长时间以来，芯片供应商很
被动，很难与上下游产业进行良性
互动。例如，芯片厂商经常遇到被
客户拖欠款项的问题，导致芯片厂
商往往难以提前拿到资金进行备
货，这很容易导致供货危机来临时
的无所适从。这次的市场危机，影
响到了上下游产业链的多个环节，
因此不是光靠芯片厂商单方面的
努力便可顺利度过的，需要与上下
游厂商进行深度沟通，共渡难关。”
黄继颇说道。

在历经严重的芯片短缺危机
后，车厂重新检验芯片供应链，加
上随着电动车发展升温，芯片对车
厂的重要性越来越突出。因此，车
厂也开始重新思考芯片供应链管
理方式。而选择与芯片厂商结盟，
便是由线性管理模式向多条线并

行管理模式的转变。
吕芃浩表示，汽车厂商与芯片

厂商直接合作，意味着汽车厂商对
供应链的管理模式将更加下沉，对
每一级的供应商都将进行管理，形
成多线条的并行管理模式。

“这种管理模式的最大好处，

在于汽车厂商能够更直接、更有效
地知道每个环节的真实情况，并且
能直接作出回应。在此前的管理模
式中，各个供应链之间的逐级传递
需要很长时间，这造成了上游芯片
厂商对市场回应不及时的现象，从
而引发缺芯潮。”吕芃浩说。

造芯还需“两条腿走路”
从长期的战略眼光来看，

自研芯片为传统车企拓展出了
一条新的差异化竞争赛道。
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